NEUE TECHNOLOGIEN

PTFE fiir Elektronikkomponenten

Die Anwendungen des PTFE-Folienmateri-
als mit Kupferschicht werden bevorzugt im
Hochfrequenzbereich zu finden sein, wo ge-
ringe Dampfungswerte und extrem kleine
Bauteilabstinde typische Anforderungen
von immer kleineren Hochleistungs-Elek:
tronikkomponenten sind. Hohe Temperatu-
ren in Verbindung mit Feuchtigkeit sind zu-
satzliche Herausforderungen, die der PTFE-
Werkstoff aufgrund seiner hohen Schmelz-
temperatur und seinen guten wasser-
abweisenden Eigenschaften bevorzugt
meistern kann.

Die Leiterbahnkonturen lassen sich
frei gestalten.

SPEZIALIST FUR HOCHFREQUENZEN

THERMOPLASTISCH VERARBEITBARES PTFE FUR FLEXIBLE LEITERPLATTEN Aufgrund der sehr guten elektri-
schen Eigenschaften ist Polytetrafluorethylen (PTFE) ein ausgezeichneter Werkstoff fiir Elektronikkomponen-
ten. Bisher ldsst sich der Werkstoff jedoch nur in aufwindigen Prozessen verarbeiten. Neu ist ein thermoplas-
tisch verarbeitbares PTFE aus dem sich hochwertige Folien herstellen lassen. Mit einer kleberlosen Kupferschicht
versehen, ergibt sich ein ideales Basismaterial fiir flexible Leiterplatten.

urch seine nicdere Diclektrizitits-
konstante ermiglicht PTFE gerin-
ge Bauteilabwidande, beispiclsweise

bei Leiterplatien in Mobiltelelonen, Der
sehr niedrige dielekirische Verlustfakior
sorgt fur geringe Energieverlusie ins-
besondere bei hoben Freguenzen im Gi-
gahertzbercich. Jedoch lasst sich das Ma-
terial nur in aufwandigen Verarbeitungs-
prozessen verarbeiten: entweder im Press-
Sinter- oder im Pastenexirusions- bezie-
hungsweise  Dispersionsbeschichiungs-
Verfahren, Diese Verarbeitungsmiglich-
keiten begrenzen aber den Einsatz im
Elektronikbereich. Mit Moldllon von El-
ring Klinger steht nun ein thermoplastisch
verarbeitbares PTFE zur Verfiigung, das
diese Nachteile tiberwindet. Der Werkstofl
lisst sich durch ein Extrusionsverfahren

Autoren

Dr. Claudia Stern, Entwicklung
Meoldflon, Elring Klinger Kunststoff-
technik, Bietigheim,
catern@elringklinger-kunststoff.de
Dr. Michael Schiipf, Leiter F+E,
Elring Klinger Kunststofftechnik,
Bietigheim,

m.schlipf@
elringklinger-kunststoff.de

162

Plastverarberter - Oktober 2008

#u hochwertigen Folien verarbeiten, dic
nach kleberlosem Aufbringen einer hali-
festen Kuplerschicht cine sehr gute Basis
fuir Nexible Leiterplatten darstellen,

Automobil stellt neue Anforderungen

Ein Beispiel fiir cine Anwendung der neu-
en flexiblen Leiterplaten sind Radarsyste-
me in Automobilen. Gegenwirtig stellen
die Fahrreughersteller immer hohere An-
lorderungen an die Komponente dieser
komplexen Systeme. Je weitreichender
der Erfassungsbereich des Radars vor, seit-

lich oder himer dem Fahrzeug ist, desto
anspruchsvoller sind die Aufgaben der
Elektronikkomponente: Entweder muss
die Antennenfliche vergroBen oder dic
Frequenz erhiht werden, um hier cine si-
chere Funktion zu gewdhrleisten,
Deshalb arbeiten weitreichende Radar-
systeme im Mikrowellenbereich von 76
GHz bis 110 GHz. Geeignete llexible Lei-
terplatten nehmen hierbei sowohl bei der
Miniaturisicrung des Gesamtkonzepts als
auch bei der Signaliibertragung in die in-
tegricrien Schaltkreise des Systems cine
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* Ubergangsschicht

™ Moldflon® - Folie

Die Kupfer-Basisschicht, haftfest mit der Moldflon-Aktivschicht
verbunden, verankert eine Kupferschicht fest mit der PTFE-Falie.

Schlisselstellung ein. So miissen die elek-
trischen Impulse in extrem flachen, flexi-
blen Bahnen moglichst verlustarm tiber-
tragen werden, Entsprechend dieser An-
forderungen kann nun der newe Thermo-
plast-Werkstofll die ganze Bandbreite sei-
ner besonderen Fahigkeiten in die Waag-
schale legen.

Hervorzuheben sind in dieser Anwen-
dung der geringe dielekirische Verlustlak-
tor tan & von 0,3x10-* {25 GHz), cine cx-
trem niedrige Diclektrizitdaiskonstante von
g = 2.0 bis 2,1 und die mit 0.01 % so gut
wie nicht vorhandene Wasseraufnahme,
Ein weiteres Kriterium ist die geforderte
Hafltfestigkeit der Kuplerbeschichiung auf
der Folie sowie die Biege-Wechsel-Festig-
keit dieses Yerbunds.,

Die gribie Herausforderung besteln
nun darin, den mit sehr guten Anti-Haft-
cigenschaften  ausgestatteten  Werkstofl
prozesssicher ein- oder beidseitig mit Kup-
fer zu beschichten. Im Gegensatz zu bishe-
rigen Laminierverfahren, die nur eine be-
grenzte Haftfestigkeit erméglichen und
bei der die gewiinschite Kupler-Endstarke
durch nachtraglichen Abtrag tiberschiissi-
gen Kupfers erzcugt wird, erfolgt beim
Leiterplatten-Basismaterial der Aufbauw
von unten nach oben.

Zundchst wird in einem Vakuumpro-
zess  die Oberflache der Ausgangsfolic
durch Modilizierung aktiviert, Diese Ak-
tivschicht erhdlt dann eine Nano-Kupler-
schicht, die kleberlos und ohne Tiecoa
durch intensive Verzahnung eine sehr ho-

Durch die extrem diinne Ubergangsschicht werden Ablésungen als Fol-
ge von Kohisionsbriichen sicher vermieden. (Bilder: Elring Klinger)

he Hafifestigheit  aubweist.  Aul  die
Schwachstelle, die Kleberschicht, kann
verzichtet werden. Dies eliminiert die
Nachteile wie niedrige Teg-Werte und die
schlechten elektrischen Eigenschafien.

Bei dem newen Leiterplatten-Basisma-
terial ist es gelungen, einen haftfesien Ver-
bund zwischen nicht-haftendem PTFE
und einer Kupferschicht variabler Dicke
herzustellen, Dadurch werden die elekiri-
schen Eigenschafien des reinen PTFE oh-
ne die nachieiligen Wirkungen von Kle-
bern oder verstirkenden Glasfasern direkt
in Leiterplavenwerkstoffe Giberfiihrr. =
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